最近のCamera Moduleの市場動向
　既にお持ちの皆さんも多いと思いますが、最近Smart Phoneがシェアを急激に伸ばしています。このカテゴリーでは、本格的なカメラ機能の要求が強く8M AF機能搭載品がメインストリームになりそうです。しかも、薄型化が重要なTrendの一つであるSmart Phoneでは、Camera Moduleに対する『低背化』が従来以上に強く要望されます。そのため、イメージセンサのCell Sizeは1.4μm, 1.12μmと言った微細セル品が使用されるのが一般的になっています。この寸法領域では、従来構造のままCellを微細化すると感度の著しい低下が懸念されるため、BSI (Back Side Illumination) typeのCMOS Sensorが主流になりつつあります。このタイプのセンサを既に量産しているのは、ソニー、OmniVisionの2社のみであり、今後量産可能な段階にあるのはSamsung,東芝の2社のみです。よって、BSIタイプのセンサは今後暫く逼迫した状態が続くと思われます。さらに、主要センサメーカーやカメラモジュールメーカーの生産Weightが微細化Cellの多画素品に移行することにより、VGA~2M程度のイメージセンサやカメラモジュールの供給については、これらのメーカーは浅慮にならざるをえないかと思われます。しかし、インド市場や中国市場で大勢を占める廉価な携帯電話では、VGAが主流であり、韓国の携帯電話メーカーは差別化を図るため1.3Mを搭載する動きもあります。何れにしても、供給が今後不足する可能性のある画素数です。一方、これらの画素数のイメージセンサではBSIや先端の微細Cellは必要ありません。一世代前の2.2μm Cellでも十分です。とは言え、主要センサメーカーのほとんどがIDMであるため、今更旧世代の製品に貴重な能力を割くとは考えられません。そこで、登場するのがファブレスメーカーです。ファンドリーサービスを主体とするメーカーでは、一世代前のプロセスも保有しており、生産は可能です。また、一世代前の方が償却も進んでいるでしょうから、廉価に生産することも可能になります。ただ、問題は既存のカメラモジュールメーカーが付加価値の高い（本当に高いかは疑問であるが、少なくとも売価は高い）多画素品に生産のWeightをシフトする中、このような廉価なものは生産しない可能性が高いことです。よって、新規に参入するカメラモジュールメーカーが登場する可能性が高くなります。しかし、設備の償却にかなり進んでいる既存のカメラモジュールメーカーと『同じ製法』で勝負したのでは、コスト面で勝てないのは明白です。そこで、これら新規参入メーカーが選択するのが、「リフロー仕様」となると考えます。リフローカメラモジュールは、従来製法で必要とするSMT、COB, 洗浄など設備を沢山必要とする製造技術は不要です。また、Packagingされたセンサを使用するのが前提となるため、ダストの悪影響が大幅に低減し、本格的なクリーンルームも必要なくなります。その結果、低投資でかつ短期間（クリーンルームを造る必要がないため）での参入が可能となります。ただし、

イメージセンサのPackagingにはTSV（貫通電極）技術が必要となります。IDMの多くは自社でTSVが実現できますが、CSPタイプのセンサを外販しているメーカーはほとんどありません。そのため、TSVのファンドリー確保が非常に重要なビジネス戦略になります。
　以上のように、今後新規に市場参入するカメラモジュールメーカーが「リフロー仕様」を選択する結果、リフロー品は固定焦点品を中心に急激にシェアを伸ばしていく可能性があります。また、S-WLCMタイプのリフローカメラモジュールでは部品点数も少なく、さらにレンズはCasting製法を採用すれば、従来の非リフローカメラモジュールのものより廉価に実現できます。その結果、従来の非リフローカメラモジュールを一気に駆逐する可能性も考えられます。加えて、設備が少なく、部品点数も少ない点から、空間生産性の大幅な向上が期待できます。100m2もあれば月産10MP程度のレンズ生産～モジュール生産が出来てしまうかもしれません。また、部材の供給以外は全自動で組立できるので、人件費の安い地域を選択して生産する必要はありません。アジア圏でも賃金の高い、日本・韓国・台湾あたりで製造しても事業的には十分成立するでしょう。
　また、S-WLCM用の「レンズ組立品」はリフローカメラモジュールでしか使えないものではありません。Casting製法は、低圧成型法であるため、GMO同等以上の『低複屈折』が特長の一つです。さらに、インジェクションモールドのようなGateもありませんので、レンズ面内の複屈折のゆらぎもほとんどありません。これらの特長により、レンズ枚数が
多い場合でも従来のようにCavity毎のGate位置指定は不要です。さらに、一括積層タイプなのでDe-Center不良品がカメラモジュール工程に持ち込まれることはありません。
　このように、微細Cellで必要となる高解像度が実現でき、さらには組立時の歩留まりも

良好になるため、AFタイプの多画素カメラモジュールに最適な特性を有しています。さらに、低コストです。このように、Casting Lensは、リフロー用に開発されたものではありますが、非リフロー品でも低コスト・高性能を実現可能な優れたレンズです。加えて、高硬度ですので、従来耐傷性が重要なためGMOに限定されていた用途でも、低コスト・高生産性のメリットを発揮できるものです。

　さて、話はカメラモジュールに戻りますが、Smart Phoneの増加はサブカメラにも影響を及ぼします。従来のFeature PhoneではVGA止まりであったDisplayがD-VGA(Double)と高精細化しており、サブカメラはVGAで十分という常識は成立しなくなっています。この高精細化はFeature Phoneにも展開しており、最近のDSCでは90万画素品が使用されているように、高精細はさらに進むと思います。また、クラウドコンピューティングによりデータの共有化を図る動きが進むと、２M級が高機能携帯電話のサブカメラの主流になることも考えられます。
　こうなって来ると、VGA~1.3Mは何れ消滅するかと思われるかもしれません。しかし、車載用の様にVGAで十分な用途もありますし、何と言ってもカメラも「目」の機能なのですから、廉価で標準的な画像センシング部品として多くの新たな用途を生み出すことも可能になると考えられます。そのためには、低コストを実現しつつ、実装の工夫が必要ないリフロー化を推進することが重要だと思います。

　これら、リフローカメラモジュールの特長について、会員限定データで紹介しています。会員登録を希望される方は、ご意見・ご要望蘭に必要事項を記述してお送りください。
